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本文件所內含之預測性資訊，其中包括財務概況、未來擴

張計畫及營運策略等內容，皆為基於當前情況之預期以及

對未來事件的預測。儘管本公司對未來的展望皆建立在合

理的假設條件之上，這些預測性資訊依然受未知的風險、

不確定性因素及其他因素之影響。

本公司不負責主動公開對未來預測性資訊之更新與修正，

文件中對未來之展望，皆反應本公司截至目前為止對未來

的看法。實際結果可能與本文件預測性資訊存在差異。
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01 市場概況



2025年全球GDP成長3.2%

IMF預測2025年全球GDP成長

率為3.2%

主要國家預測

• 美國 : 成長 2.0%

• 歐元區 : 成長 1.2%

• 日本 : 成長 1.1%

• 中國 : 成長 4.8%

• 印度 : 成長 6.5%

• 台灣 : 成長 3.7%

中華經濟研究院預測2025年台

灣經濟成長率將達5.45%

GDP排名 國家 2024 GDP 美金

1 美國 29兆1,849億
2 中國 18兆7,840億
3 德國 4兆6,585億
4 日本 4兆262億
5 印度 3兆9,091億
6 英國 3兆6,446億
7 法國 3兆1,620億
8 義大利 2兆3,721億
9 加拿大 2兆2,413億

10 巴西 2兆1,713億
台灣 7,824億



台灣ICT產業2025年1-9月出口占比

兆豐銀行徵信處2025/10

2025年全年預測台灣的總出口將來到6000億美金，而電子零組件與資通

視聽產品將占總出口比重 78.8%。



川普政府對各國產品課

徵高關稅，增加了全球

供應的不確定性，地緣

政治壓力加大，風險顯

著升高。

川普關稅政策增加

全球供應鏈風險

AI需求推動

市場成長

TSMC重要

的戰略地位

AI應用（如生成式AI、
邊緣運算、伺服器晶

片）需求仍持續爆炸

性成長。

TSMC作為全球最先進

晶片製造商，美國在AI
與半導體的競爭中展現

了對TSMC的依賴。

ICT三大事件衝擊產業



Nvidia、Apple等因關稅與政

策壓力，可能加速多元化供應

鏈布局，尋求部分產能移轉或

合作模式調整。

供應鏈重組

川普政府的政策加深了美中在

半導體與AI領域的對抗。台灣

半導體產業成為焦點，TSMC
成為重要的戰略資產。

美中科技戰升級

全球ICT企業在2025年更傾向

投資AI基礎設施（GPU、伺服

器、雲端平台），同時加強風

險管理，避免過度依賴單一供

應商。

ICT產業AI為重點

2025年的全球ICT產業變動重點在於：
AI需求持續推升市場成長，但地緣政治與關稅政策使供應鏈承受壓力，TSMC的角色更顯關鍵，成為美中

科技戰的核心棋子。

全球ICT產業的影響



半導體業回升主軸仍為AI應用，從而驅動記憶體、先進製程需求爆發，帶動終端伺服器等軟硬體增長。
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 回顧2024年：庫存調整尾聲，終端需求回溫，半導體市場回復成長軌跡，二位數成長19.7%
 展望2025年：經濟不確定因素多，目前審慎樂觀預估成長12.7%
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高效能運算

人工智慧

次世代通訊

電動車/自駕車

物聯網

全球ICT產業市場概況



全球半導體供應鏈

經濟部 2025.11



2024年台灣IC產業產值達NT$ 5兆3千億元，成長22% ，高於全球平均

水準。展望2025年，在AI和高效能運算等應用需求的推動下，產值將

能一舉突破NT$ 6兆元，年增16.5% 。

工研院 2025

台灣半導體產業市場概況



AI的算力掌握在台灣

經濟部 2025.11



經濟部 2025.11

台灣最堅強ICT供應鏈

台灣效率無可取代

台灣擁有

世界密度最高

運作最具效率的

ICT產業聚落



行業概況02



代理行業的特色:

五高 > 高營收高資本高庫存高負債高風險

二低 > 低毛利低本益比

高營收、低毛利的結構性
 量大利薄：代理商雖然能透過大量銷售創造

營收，但每單位商品的利潤有限，導致必須

不斷追求更高的銷售量才能維持獲利。

 成本壓力：行銷、通路、倉儲、物流、人力

等固定成本不會隨毛利率下降而減少，反而

可能因規模擴張而增加。

 議價能力弱：代理商通常受制於原廠的定價

與合約條件，缺乏自主調整空間，難以提升

毛利。

設備與原材料 晶片製造商
晶片設計原商
(電子元器件)

分銷商
電子產品
製造商

半導體產業鏈

光罩

矽

設備

潔淨室

封裝原料

晶圓製造

封裝測試

芯片設計商

分立器件

被動元件

半導體分銷商

綜合
解決
方案

消費電子

家電

汽車

電腦/伺服器

工業軍事

航空航天

直接銷售

間接銷售

(圖表來源：華泰證券研究所)

ASEC

IC品牌商

IC代理商

IC代理行業生態架構



IC 代理商

跟隨製造

商外移

持續增加

代理產品

降低營

運成本

上下游併購

同行整併

內部整合

因市場規模大, 採取低成本策略, 有如量販店模式

代理商面對市場變化因應策略



在選定的市場, 採取差異化策略, 提供精品店的商務模式

亞矽

選定的市場

無人機

通訊車載

風扇馬達

產品策略

優化產品線

衛星 AI
無人機

數位轉型

管理資訊化

員工專業化

整合性技術

支援方案

VAR & IDH

以專業,專精和專注的獨特服務來提供

上下游最佳的附加價值

亞矽面對市場變化因應策略



公司概況03



公司簡介

• 公司成立 : April 1st, 1986

• 資本額 : NT$525M (US$16.94M)                                              

• 地點 : HQ in Taipei Taiwan

Subsidiaries : Hong Kong and 

Mainland China 

Taichung 
(R.O.C.)                               

• 負責人 : 蔡伯宜

• 員工人數 : 60+ Taiwan 、40+ China

• IPO( in Taiwan) : August 10, 2001

• Stock Symbol : 6113

亞矽科技自1986年四月創業以來，
歷經三十九年持續耕耘與不斷地成

長蛻變，以追求差異化及提高顧客

價值為宗旨，迄今已成為大中華區

聲譽卓著的專業半導體通路代理商



亞矽科技代理產品

BOSCH CORTINA ENOVA FUJITSU

SEQUANS ISSI GTC MTK

METANOIA MICROCHIP MORSE MICRO REALTEK



ASEC Strategy



低成本策略
GP 3-6%

差異化
GP 8-15%

競爭策略(competitive strategy)
讓組織明顯優於競爭對手的策略

人有我強
- 靠規模經濟以低成本
做為主要的競爭優勢

生產效率
經濟規模
技術創新
低成本勞工
材料優勢

決定競爭策略

人無我有

- 提供有異於競爭對手
獨特性的產品或服務

卓越服務

創新設計

技術能力

品牌形象

ASEC Strategy



Arrow

Avnet

大聯大

:

MCU

Analog Linear

Power IC

RF

MEMS

Module

GP 12-20%

以網通為核心的
整合技術服務

Communication GP 5-10%

Memory(DRAM,SRAM,Flash)

CPU,LCD Panel,Chip set,SOC

GP 1-3%

Application
Platform
H/W F/W
Software
NRE
Design service
Consultant partner

* 向兩端擴展及紮根 *

Platform
H/W S/W
NRE
Design service
Consultant partner

ASEC Strategy



營運效能營運效益

吸收、獲得、延伸

最佳實行模範

同樣的事情上做
得比別人更好

提供差異化的服務
和價值與別人競爭

創造出獨特、可持續的

競爭優勢

ASEC Strategy



亞矽科技商業模式

Distributor
掌握供應商與客戶
之需求，協助客戶
創造更有彈性的運
籌能力

VAR
重視技術服務，提供客
戶相關的加值專業技術
服務

IDH
專注網通及馬達風扇等
應用，陸續推出各種整
合型解決方案

CVC

Distributor

VAR

IDH

Platform



ASEC

DIST VARIDH

專業,精緻,塑造獨特的服務模式

差異化策略

創造別人無可取代的地位

Engineer

Sales 
PM
AE

Product 
Line B

Sales 
PM
AE
Product 
Line C

Sales 
PM
AE

Product 
Line A

亞矽科技商業模式



服務區域

(桃園到浦東) 

Shenzhen

HK

Taipei

Taichung



選定的市場



財務概況04



產品項目營收比重

MCU, 35%

網路通訊類

47%

12% 記憶體類6%

其他

0.2%

MCU, 42%
網路通訊類

39%

線性類比類

15% 記憶體類

3%

其他 1.0%

2024全年

NT$712,724千元

2025 Q1-Q3

NT$475,162千元

線性類比類



2025年前三季營運表現



2025 VS. 2024年前三季營運成果



季營收與毛利率趨勢

179,287 177,517
196,937

158,983 163,164 165,429
146,569

11.02%
11.64% 11.57%

15.97%

20.45%
19.79%

16.37%

2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025Q3

營收 毛利率

近二年度營業收入

呈現下滑趨勢: 因

中國大陸市場需求

低迷及產品策略調

整所致。

營業毛利率卻呈現

上升趨勢: 因公司

銷售策略是在利基

市場以提供技術支

持與整合性方案來

提升附加價值。



2025年第三季資產負債表



2025 VS. 2024年第三季資產負債表



未來展望05



AI應用加速帶動相關產業成長

AI PC & Mobil Phone

次世代網路通信

AI 電源供應器

L3 交換器

企業級儲存設備

AI 伺服器

AI
應

用



亞矽在AI浪潮下的佈局

次世代有線網通

次世代無線通信

低軌衛星通信

高速I/O連接介面

10G/25G/50G GPON
矽光子

Wifi 7 & Wifi 8
FWA & B5G

電子波束指向

陣列雷達天線

PCIe G4 G5 G6



技術整合服務的再進化

 深化網通 10G/25G/50G GPON、Wi-Fi 6/7、B5G &

FWA 等技術支援能力。

 深耕MCU微處理器、Sensor感測器與車載等方案。

 深耕馬達與風扇市場，持續與原廠密切合作，提供客

戶相關產品整合技術支援服務。

 在無人機: 透過亞矽相關產品線以及強而有力的技術支

援能力，來提供最佳的整合性方案。



持續打造營運優勢

新產品開發
在我們選定的市場，補強新技術新產品，提供客戶更高的

附加價值及競爭力。

數位化/AI管理

透過數據管理，流程再造加上AI科技的輔助與應用全面提

升公司的效能與競爭力。

ESG

以永續經營策略提供ASEC在產業的信任與重要度，並創

造長期競爭優勢。



Q & A









亞矽董事會已於2022年10月決議通過成立「ESG委員會」，推動永續發展策略，以達成永續目標。

並於今(民國114)年5月亞矽委託法標國際認證股份有限公司，依據ISO 14064-3：2019標準執行溫
室氣體盤查，順利通過查證。

亞矽低碳永續發展策略


